NOTITSER

Blastal med overfladebelaegning

Sandvik har udviklet produktionsprocesser til pafgring
af beleegninger med enestdende vedheftning og renhed
pa rustfri bandstal, hvilket giver mulighed for sarlige
kombinationer af bandstal og belaegninger.

Stor produktionsfleksibilitet ggr det muligt at skraed-
dersy bandstal med overfladebeleegning efter kundernes
specifikation. Krav til egenskaber som for eksempel
elektrisk ledningsevne, lav kontaktmodstand, korrosi-
onsbestandighed, overfladefunktion eller dekorativt de-
sign kan imgdekommes eller forbedres, hvilket ggr de
nye Sandvik-produkter med overfladebelaegning ideelle
til elektronikindustrien.

Typiske elektronik applikationer er taster, kontakt-
fledre, skeermningslister og komponenter til lodning.
Bandmaterialer med overfladebelaegning til elektronik-
industrien vil blive markedsfgrt som Sandvik Santronic.

De nye produkter giver mulighed for at producere
komplekse beleegninger pa alle rustfrie bandstal med
mange muligheder og fa begraensninger for beleegninger.
Specielle kundekrav imgdekommes ved at veelge den op-
timale kombination af bandstal og beleegning.

Overfladelagene kan besta af nasten alle metaller, for
eksempel aluminium, nikkel, kobber eller sglv, blandin-
ger af metaller eller binzre forbindelser, som aluminiu-
moxid (A1203) eller titanoxid (TiO2).

Delfi Electronics er totalleverander af elektronik
produktion til den danske industri.

Delfi Electronics handterer alle produktions-teknologier
og leverer feerdigtestede produkter af hgj kvalitet
direkte til kunden.

Som datterselskab af Delfi Tech Manufacturing Ltd. i
Hong Kong, giver vi kunden mulighed for optimal
placering af elektronik-produktionen i Fiernesten og
Danmark.

Kontakt vor salgsafdeling pa tif. 73 41 61 07 for
yderligere information.
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Delfi Electronics A/S
Holtvej 2, Heruphav
DK-6400 Senderborg

Tif. 7341 6100
Fax. 73 41 61 01

WWW.delfitech.com.hk * info@delfitech.dk
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KOMPETENCE

KABELKONFEKTION

Rosenberger har siden 1991 specialiseret sig i produktion af
kundespecifikke kabellasninger og har i dag opbygget en
know-how, som ger os i stand til at lese mange forskellige
opgaver i samarbejde med kunderne.

Vi leverer bl.a til kunder indenfor brancherne:
telekom e elektronik ¢ medico ® OEM’s ® tv/video ® marine m.m.

SPRGJTESTOBTE LASNINGER

Vioplever en fortsat stigning i udvikling af kundespecifikke
sprojtestebte lesninger, som giver en hej design frihed -
hvor kun fantasien saetter graenser.

Vi udarbejder gerne prototyper.
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SAMARBEJDSPARTNERE

Via et teet samarbejde med 1SO9001 godkendte virksomheder
i henholdsvis Litauen, Ungarn og Kina, ger at vi er i stand til at
levere volume-orienterede produkter, til yderst konkurrence-
dygtige priser.

SPARRINGSPARTNER
Vi vil gerne opfattes som en sparringspartner, som er med fra
idé til det feerdige produkt.

Vivil i samarbejde med kunden finde frem til den mest hensigt-
maesige l@sning - uden at skulle ga pa kompromis med
kvaliteten.

Rosenberger - en fleksibel Igsning.

Rosenberger Danmark a/s

Postboks 92 e Toftebakken 5 ¢ 3460 Birkerad
Telefon 45820740 ¢ Telefax 45810394

mail@rosenberger.dk ®* www.rosenberger.dk
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DESIGN-TIP

Af Billy Sheedy,
applikationsingenigr,
Chomerics Europe

Hgjt integreret elektronik
med en meget lille formfak-
tor i kredslgbene placerer i
dag felsomme digitale kom-
ponenter neer effektdelen i
mange apparater. Det har
ogget behovet for en god
skeermning for at beskytte
komponenterne mod spredt
elektrisk stgj. Et godt ud-
gangspunkt for valg af den
bedste EMC-skeermning er
at se pa den type applikati-
on, der kraever skeermning,
og hvilken pakning man i
givet fald skal anvende.
Konvergensen af voice og
data i handholdte appara-
ter stiller en reekke sveere
krav til skeermningen. Lod-

dede metalskarme er bare
én made at skaeerme modu-
ler pa et print, men mange
producenter bruger i dag
elastomere  pakningslgs-
ninger enten som et alter-
nativ eller sammen med de
loddede skzerme. Paknin-
gerne er udformet som
board-mellemlaeg i plast
deekket af en blgd elasto-
mer. De indstgbte rammer
kan give en opdelt skeerm-
ning, men stabiliserer og
demper ogsa apparatet.
FIP-pakninger  (form-in-
place) er ogsa en fremra-
gende lgsning til pakning af
iseer tynde vaegge pa grund
af FIP’ens meget kompakte
formfaktor.

Desktop-PC’er og note-
books, multimedia-kompo-
nenter samt low-end serve-
re og routers er eksempler
pa SOHO-apparater (small
office, home office), der
fremstilles i store styktal
og er underlagt strenge
EMC-krav. Eb effektiv,
men gkonomisk skeermning
og jording er pakreevet, og
der kan i gvrigt oven i kgbet
veere krav om flammehaem-
ning i henhold til UL94-V0.

De mest almindelige pak-
ninger ligger i samleflader-
ne, hvor en skumpakning
overtrukket med ledende
vaev ofte bruges til de
naevnte applikationer. Pris
og let installation dikterer
brugen af urethan-skum
med ydre net i nikkel-kob-
ber eller nikkel-sglv. Kom-
merciel urethan er blgd nok
til at udfylde spreekker med
ret store tolerancer, og for-
ventningen om fa adskillel-
ser betyder, at kompression
af materialet ikke er sa kri-
tisk. Ligeledes er en lang

Plast-mellemlzeg overtrukket med ledende elastomerer er
glimrende til modulzer skeermning i handholdte appara-
ter, hvor vaegtykkelserne skal veere meget sma.



Det rigtige valg af
skaermede pakninger

Fremskridt inden for polymere designs og en stgrre forstaelse for indlejring af
ledende partikler har gget udbuddet af skseermede pakningsmaterialer.
Forskellige apparater kraever forskellig skaermning, og vaeksten inden for den
mobile sektor og automobilelektronikken har skabt en lang raekke nye

applikationer

levetid ret ligegyldig, da
produktlevetiden sjeeldent
er leengere end fem ar. Om-
vendt er deempningen glim-
rende med et niveau mel-
lem —80 til —90dB ved fre-
kvenser mellem 100MHz
og 10GHz.

I/O-paneler udggr et an-
det problem i SOHO- og
kommunikationsudstyr.
Hertil er flade vaevede
skumpakninger fine til at
udfylde spraekker med tole-
rancer op til 0,4mm mellem
de tynde blikmaterialer,
som typisk bruges i I/O-pa-
nelerne. Fordelene ved
skumpakningerne er igen
en stor kompressionsevne,
lave veerktgjsomkostninger
og fleksible designmulighe-
der.

En af de nyeste typer af
skumpakninger med lede-
evne i z-aksen er Chome-
rics Soft-Shield 4800, som
egner sig glimrende til
skaermning i de konnektor-
udskeeringer, man finder i
I/O-panelerne. Denne pak-
ningstypes  multiplanare
karakteristik skyldes elek-
trisk ledende fibre indstgbt
1 skum med en lille taethed,
og ydelsen er i forhold til
den lave pris ganske impo-
nerende.

Tungere
applikationer

Udstyr i informationssyste-
mer samt data-/voice-net-
vaerksgrej i den tungere
ende af skalaen, som data-
lagre, rack-monterede ser-
vere og lignende optraeder
typisk i rimeligt kontrolle-
rede miljger. Men der kan
veere miljgmaessig hensyn.
Ydre kapslinger til basesta-
tioner og antennemontere-
de transceivere kraever en
skaermning over for de ydre
pavirkninger. Ledende ela-
stomerer giver den bedste
kombination af elektrisk
skeermning og vejrbestan-
dighed. Nikkel-grafit holdi-
ge siliconer giver en suve-
ren skeermning og en god
korrosionsbeskyttelse.

Netop disse applikatio-
ner kreever foruden et hgjt
skaermningsniveau ogsa en
lang levetid — og neesten al-
tid en UL94-V0 godkendel-
se. I visse tilfeelde kan ogsa
krav om kompatibilitet til
industrielle standard som
NEBS (Network Equip-
ment Building System)
spille en vigtig rolle i valget
af pakning.

Afhengigt af skerm-
ningsniveauet kan valget
til apparatédbninger omfat-
te extruderede ledende ela-
stomerer, “fingre” eller
overvaevet skum. Paneler
og dgre vil ofte skulle dbnes
og lukkes hyppigt, sa bli-
vende kompression kan
veere et problem. Lav kom-
pression vil méske diktere
vaev over skum, men hgjt-
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Metalvaevede skumpakninger findes i dag i en lang raekke tvzersnit, der passer til en
enormt udvalg af applikationer.

ydende urethan- eller sili-
cone-skum vil sandsynlig-
vis lide under blivende de-
formation som fglge af hgje
temperaturniveauer.

Hvis rack-monteret grej
udsaettes for store udtraeks-
eller tvaerkrafter, si vil
metalfingre bedst kunne
héandtere hyppige og harde
kreefter. Men hvis man kan
designe en rille ind i sine
kabinetdele, sa vil veev over
skum kunne veere en lige s&
effektiv lgsning — og bety-
deligt billigere. En D-for-
met veevet skumpakning i
en rille kan absorbere de
mekaniske udtrakskreef-
ter, og vil ikke bliver revet
ud af rillen.

Teknologiske
fremskridt
Pakningsteknologien ud-
vikles hele tiden, og i dag
kan man sagtens finde
vaev-/skum-pakninger, som
effektiv modstar mekanisk
traek, selv pa plane overfla-
der. Disse modificerede D-
profiler med lave vinger pa
hver side tillader apparat-
delen at glide hen over en
del af pakningen, fgr der
leegges kreefter pa siden af
pakningen.

PSA-strips placeret teet
péa pakningens sider holder
ogsd pakningen pa plads
under pavirkning af traek-
eller tveerkreefter. Pa kom-
pakte frontplader af PCI-
typen, kan bade fingre og
vev/skum bruges lige ef-
fektivt. Fingrene kraever en
T-formet skinne, som pak-
ningen kan glide pa, me-
dens veev/skum vil kreaeve
en rille. De fleste ePCI-
frontplader  understgtter
begge pakningsmetoder.

Fuldt kapslede moduler
som basestationer til uden-
dgrs brug krsever ogsa en
intern delskeermning. Det

Igses normalt gennem pak-
ning af de interne vaegge og
ribber i daekslet pa appara-
tet. Det er typisk udfgrt i
stgbt aluminium, og stgbte
elastomerer med kanaler
kan bruges i det tilfzelde.
De tynde vaegge i dagens
designs peger dog i retning
af FIP som den nemmeste
made, hvorpa man kan pla-
cere tynde pakningsstriber
over pa vaeggene.

Skeermning af konnekto-
rer pa backplanes kan ud-
formes pa utallige mader.
Metal, elastomerer eller
vaev/skum-lgsninger kan
alle bruges, men de elasto-
mere designs viser sig som
regel at vaere mest effek-
tivt. Hule elastomerprofiler
giver den ¢nskede kom-
pression. Fingre i form af
metalfjedre kan ogsa bru-
ges, men de kraever som re-
gel ret dyre vaerktgjslgsnin-
ger. Flade vaev/skum-pak-
ninger kan udstanses i en
”stigeform”, som er let at
installere.

Vaev/skum i forhold
til fingerpakninger
Til mange indendgrs appa-
rater, vil valget af
stgjskeermning enten vaere
fingre eller veev/skum. Hi-
storisk har fingrene vearet
det foretrukne valg, iseer til
high-end applikationer.
Det er palideligt, gennem-
prgvet og udbredt. Men
ikke desto mindre kan vaev/
skum-lgsningen hurtigt bli-
ve det dominerende valg.
Det skyldes fremskridt i
pletteringsteknikkerne,
bedre skumblandinger og
introduktionen af UL94V-0
godkendte typer. Det er
ogsa lettere at bruge vaev/
skum-lgsningerne, som hel-
ler ikke lige s& let beskadi-
ges under samling og brug.
Mange tror, at beryllium-

kobber fingre skaermer bed-
re end veev/skum, men det
geelder kun i de tilfaelde,
hvor deflektionen er lav. De
elektriske  modstandska-
rakteristika for alle metal-
pakninger er selvfglgelig
fremragende. Men en lav
gennemgangsmodstand er
ikke altid ensbetydende
med bedre skermning.
Forskningen hos Chome-
rics tyder pa, at andre fak-
torer som dimensioner og
antal af slidser i fingerpak-
ningerne samt kontaktare-
alet til metalchassiset kan
pavirke skaermningsydel-
sen.

Eksempelvis er fingrene
stivere end vaev/skum-pak-
ningerne, og under kompri-
mering giver veev/skum en
stgrre kontaktoverflade
end fingrene. Slidserne i
fingerpakningerne kan un-
der visse frekvenser give
betydelige stgjlekager.

Valget af pakning afthaen-
ger derfor altid af bade de
elektriske og mekaniske
krav. Trek- og tveerkreef-
ter, miljgpavirkninger og
kompressionskrav  afggr,
hvilken pakning man skal
bruge til en given applika-
tion. Ingen pakning passer
til samtlige applikationer,
men de metalvaevede
skumpakninger er blevet
forbedret til et punkt, hvor
de nu kan bruges bredere —
ogsa internt i apparatet.

Vav/skum-pakninger ba-
seret pa hgjteknologisk sili-
cone betyder samtidigt, at
fingerpakninger ikke leen-
gere er den eneste mulig-
hed i applikationer, hvor le-
vetiden spiller en rolle. An-
dre fremskridt som skum-
plader med ledende z-akse
giver ogsa en stgrre valgfri-
hed, nar man skal overveje
de helt flade pakningslgs-
ninger.

MESSE MONCHEN
INTERNATIONAL

*BJAPRODUCTRONICA
iI5—18 NOV. 2005

The world’s leading trade show for electronics production
16th International Trade Fair, New Munich Trade Fair Centre

PCB manufacturing
Components manufacturing

Microsystem and
nanotechnology

Component mount technology

Test and measurement
Production logistics

Electronic manufacturing
services

Det Tysk-Danske Handelskammer
1217 Kebenhavn K

Tel. 33 41 10 39

um @ahk-daenemark.dk

www.productronica.com www.global-electronics.net

Save time by registering online!
www.productronica.com/ticket
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